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(54) Bezeichnung: Gekapselter Chip und Verfahren zu seiner Herstellung 

(57) Zusammenfassung: Gekapselter Chip, bei dem der 
Chip 10 auf eine Grundplatte 12 aufgebracht ist, die eine 
leitfahige Schicht 14 aufweist, die mindestens so hoch wie 
der Chip 10 ist und zum Anschliefien des Chips 10 dient. 
Es ist auf diese leitfahige Schicht 14 eine mit elektrisch leit- 
fahigen Flachen 18 versehene Abdeckplatte 16 aufge- 
bracht, die beispielsweise mit Hilfe eines anisotrop leiten- 
den Films 26 mit dem Chip 10 und der leitfahigen Schicht 
14 elektrisch und mechanisch verbunden ist. Die Abdeck- 
platte 16 bietet Schutz gegen Beruhrung und andere me- 
chanische Einflusse. Der anisotrop leitende Film 26 um- 
schllefit den Chip 1 0 vollstandlg. Die Abdeckplatte 16 stellt 
eine elektrische Verbindung zwischen dem Chip 1 0 und der 
leitfahigen Schicht 14 her und dient zugleich als Teil der 
Kapselung des Chips 10. Dadurch kann der Chip 10 mit re- 
lativ wenigen ProzeRschritten einfach und kostengunstig 
hergestellt werden. Dadurch, daB die leitfahige Schicht 14 
genauso hoch wie der Chip 10 oder hoher als der Chip 10 
ist, wird der Chip 10 beim Aufbringen der Abdeckplatte 16 
unter Druck und Warme auf die leitfahige Schicht 14 me- 
chanisch kaum belastet. Der Chip 10 kann zum Beispiel ei- 
nen Transponder umfassen und die leitfahige Schicht 14 
die Transponderantenne. Es wird auch ein Verfahren zur 
Herstellung des gekapselten Chips beschrieben, was sich 
z. B. zur Herstellung von flexiblen Smart-Labels eignet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrlfft einen gekapselten Chip 
und ein Verfahren zur Herstellung eines gekapselten 
Chips. 

Stand derTechnik 

[0002] Die Herstellungskosten von integrierten 
Schaltkreisen sind in den letzten Jahren stark gesun- 
ken". Damit haben sich eine ganze Reihe neuer An- 
wendungsf elder fur integrierte Schaltkreise eroffnet. 
Beispiele hierf Qr sind sogenannte Smart-Labels zur 
Kennzeichnung und Identifikation von Gutern. 
Smart-Labels bestehen aus einem Transponderchip, 
in dem die produktrelevante Information gespeichert 
ist, und einerAntenne zur Ankopplung eines Lesege- 
rates. mit dessen Hilfe die in dem Transponderchip 
gespeicherten Daten kontaktlos ausgeiesen werden 
konnen. 

[0003] Bei vielen Smart-Labels ist der Transponder- 
chip auf einem Basissubstrat aufgebracht, welches 
die Antenne in Form einer leitfahigen Schicht umfafit. 
Die Antenne ist mit dem Transponderchip verbunden. 
Bel diesen Anwendungen konnen die Chips in ein 
Gehause beispielsweise aus Plastik gepackt werden 
Oder direkt auf. das Basissubstrat z.B. mit einer 
F II p-C hip-Tech no log ie aufgebracht werden. 
[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrun- 
de, e\nen neuen, besonders fur Smart-Labels geeig- 
neten, gekapselten Chip zu schaffen, der ein Gehau- 
se aufweist, welches flexibel ausgefuhrt sein kann 
und gleichzeitig zur Kontaktierung des Chip nach au- 
Q>en beitragt, und der durch ein einf aches und kosten- 
gunstiges Verfahren hergestellt werden kann, bei 
dem der Chip wahrend der Herstellung des Gehau- 
ses mechanisch sehrwenig beansprucht wird. 

Aufgabenste II ung 

[0005] Diese Aufgabe wird bei dem gekapselten 
Chip erfindungsgemaR dadurch gelost, dali der Chip 
auf einer Grundplatte aufgebracht wird, auf der der 
Chip so angebracht ist, dafl seine Kontaktflachen von 
der Grundplatte weg gerichtet sind, eine auf der 
Grundplatte angebrachte und um den Chip herum 
angeordnete Schicht aus leitfahigem Material vorge- 
sehen wird. die dazu dient, den Chip anzuschlielien, 
mindestens genauso hoch wie der Chip ist und als 
Trager einer auf der Schicht angeordneten Abdeck- 
platte fungiert, deren eine Seite, die dem Chip gegen- 
uberliegt, leitfahige Flachen aufweist, die so ange- 
ordnet sind, dad sie eine Verbindung zwischen dem 
Chip und der Schicht bilden. 

[0006] Der neue erfindungsgemaBe Chip besitzt ei- 
nen besonders einfachen Aufbau, der ein kosten- 
gunstiges und aus wenigen ProzeRschritten beste- 
hendes Herstellungsverfahren ermoglicht, was ins- 
besondere dann ins Gewicht fallt, wenn Massenpro- 
dukte wie Smart-Labels hergestellt werden sollen. 



Die Abdeckplatte erfiillt dabei eine Doppelfunktion. 
Sie erlaubt gleichzeitig eine Kapselung des Chips 
und eine elekthsche Kontaktierung zwischen dem 
Chip und der leitfahigen Schicht, die z.B. aus einer 
Transponderantenne bestehen kann. Der Chip wird 
auch mechanisch dadurch entlastet, daft die leitfahi- 
ge Schicht mindestens so hoch wie der Chip oder ho- 
her als der Chip ist. Das wirkt sich besonders positiv 
aus, wenn der Chip in einem Smart-Label integriert 
ist. ^ ' _ _ 

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird auch durch 
mehrere erfindungsgemaRe Verfahren zum Herstel- 
len eines gekapselten Chips gelost. 
[0008] Bel einem ersten erfindungsgemafien Ver- 
fahren zur Herstellung eines gekapselten Chips wird 
der Chip auf einer Grundplatte so befestigt, daft seine 
Kontaktflachen von der Grundplatte weg gerichtet 
sind und es wird eine leitfahige Schicht, die zum An- 
schlieften des Chips dient und mindestens genauso 
hoch wie der Chip ist, auf der Grundplatte um den 
Chip herum angebracht. Ferner wird eipe Abdeck- 
platte bereltgestellt, auf deren einer Seite eine Oder 
mehrere leitfahige Flachen so angeordnet werden, 
daft sie eine Verbindung zwischen dem Chip und der 
Schicht bilden konnen. Darauf wird auf der einen Sei- 
te der Abdeckplatte ein anisotrop leitender Film auf- 
gebracht, und es wird die Abdeckplatte uber der 
Grundplatte so ausgerichtet, daft die Seite mit der 
leitfahigen Flache bzw. den leitfahigen Flachen iiber 
dem Chip angeordnet wird und eine Verbindung zwi- 
schen dem Chip und der Schicht gebildet werden 
kann. Schlieftlich wird die Abdeckplatte unter War- 
meeinwirkung so auf die Schicht gepreftt, daft der an- 
isotrop leitende Film eine mechanische und elektri- 
sche Verbindung zwischen den Kontaktflachen des 
Chips und der leitfahigen Flache bzw. den leitfahigen 
Flachen der Abdeckplatte herstellt und gleichzeitig 
eine elektrische und mechanische Verbindung zwi- 
schen der leitfahigen Flache bzw. den leitfahigen Fla- 
chen der Abdeckplatte und der Schicht hergestellt 
wird. 

[0009] Bei einem zweiten erfindungsgemaften Ver- 
fahren zur Herstellung eines gekapselten Chips wird 
auf einer Grundplatte eine zum Anschlieften eines 
Chips dienende leitfahige Schicht. die mindestens 
genauso hoch wie der Chip ist, um eine fur den Chip 
vorgesehene Flache angebracht. Dann werden auf 
einer Seite einer Abdeckplatte eine oder mehrere leit- 
fahige Flachen so angeordnet werden, daft sie eine 
Verbindung zwischen dem Chip und der Schicht bil- 
den konnen, und es wird.auf der einen Seite der Ab- 
deckplatte uber dem leitfahigen Film ein anisotrop lei- 
tender Film aufgebracht. Darauf wird der Chip auf 
dem anisotrop leitenden Film so angebracht, daft sei- 
ne Kontaktflachen zu der Abdeckplatte hin gehchtet 
sind, und es wird die Abdeckplatte so auf die Grund- 
platte geiegt, daft der Chip auf der dafur vorgesehe- 
nen Flache zum Liegen kommt und eine Verbindung 
zwischen dem Chip und der Schicht gebildet werden 
kann, Schlieftlich wird die Abdeckplatte unter War- 
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meeinwirkung so auf die Schicht gepreBt, daB der an- 
isotrop leitende Film eine mechanische und elektri- 
sche Verbindung zwischen den Kontaktflaclien des 
Chips und der leitfahigen Flache bzw, den leitfahigen 
Flachen der Abdeckplatte bildet und gleichzeitig eine 
elektrische und mechanische Verbindung zwischen 
der leitfahigen Flache bzw. den leitfahigen Flachen 
der Abdeckplatte und der Schicht hergestellt wird. 
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0011] Die Erfindung wird nun anhand der Zeich- 
nung beispielshalber eriautert. In der Zeichnung zei- 
gen: 

[0012] Fig. 1 eine Seitenansicht im Schnitt einer 
ersten Ausfuhrungsform eines erfindungsgemalien 
gekapselten Chips, 

[0013] Fig. 2 eine Draufsicht einer weiteren Aus- 
fuhrungsform eines erfindungsgemaBen gekapselten 
Chips, 

[0014] Fig. a3 bis 3g die wahrend der jeweiligen 
Schritte eines erfindungsgemafien ersten Verfahrens 
zur Herstellung eines gekapselten Chips entstande- 
hen Telle eines gekapselten Chips in einer Seitenan- 
sicht im Schnitt, 

[0015] Fig. 4a bis 4g die wahrend der jeweiligen 
Schritte eines erfindungsgemaflen zweiten Verfah- 
rens zur Herstellung eines gekapselten Chips ent- 
standenen Telle eines gekapselten Chips in einer 
Seitenansicht im Schnitt. 

[0016] Fig. 1 zeigt eine Ausfuhrungsform eines ge- 
kapselten Chips gemall der Erfindung. Der Chip 10 
ist mit der inaktiven Riickseite auf einer Grundplatte 
12 angebracht. Die Grundplatte 12 kann aus einem 
starren Basismaterial bestehen, z.B. aus einem Epo- 
xidharz mit Glasfasergewebe, oder sie kann als fle- 
xible Folie, beispielsweise aus Polyethylen (PET) 
Oder Polyimid, ausgefuhrt sein. Um einen flexiblen 
Aufbau zu erreichen, kann der Chip 10 auf seiner in- 
aktiven Ruckseite soweit abgeschliffen sein, dad er 
flexibel ist Bei einem uberwiegend aus Silizium be- 
stehenden Chip 10 laf^t sich diese Flexibilitat bei ei- 
ner Dicke von weniger ais 50 pm erreichen. 
[0017] Auf die Grundplatte 12 ist eine elektrisch leit- 
fahige Schicht 14 aufgebracht, die beispielsweise 
aus Aluminium oder Kupfer bestehen kann. Diese 
Schicht 14dientdazu. den Chip 10 an andere auf der 
Grundplatte 12 angeordnete und in. der Fig. 1 nicht 
dargestellte Bauelemente anzuschlieG>en. Die elek- 
trisch leitfahige Schicht 14 ist um den Chip 10 herum 
angebracht und so hoch, dafl sie mindestens gleich 
Oder hoher ist als der Chip 10 zusammen mit seinen 
Kontaktfiachen 20. Falls der Chip 1 0 durch Abschlei- 
fen flexibel ausgefuhrt ist, weist die Schicht 14 etwa 
eine Hohe von etwa 50 gm auf. Die Schicht 14 kann 
z.B. aus zwei schmalen Aluminiumstreifen bestehen, 
die entlang von zwei Seiten eines rechteckigen Chips 
10 angebracht sind. Die Schicht 14 mufl den Chip 10 



nicht notwendigerweise vollstandig umschlieden. Es 
ist nur wichtig. dafl die leitfahige Schicht 14 als Tra- 
ger fur eine Abdeckplatte 16fungieren kann. Auf der 
Abdeckplatte 16. die beispielsweise ebenfalls aus ei- 
ner flexiblen Folie besteht. sind leitfahige Flachen 18 
angebracht, die einen elektrischen Kontakt zwischen 
der leitfahigen Schicht 14 auf der Grundplatte 12 und 
den Kontaktfiachen 20 des Chips 10 herstellen. Die 
leitfahigen Flachen 18 konnen beispielsweise aus 
aufgeklebten dunnen Aluminium- oder Kupferstreifen 
bestehen oder in Form eines elektrisch leitfahigen 
Lacks (z.B. Graphitlack) aufgedruckt sein. 
[0018] Der Chip 10 ist von einem Fullmaterial 26 
umschlossen. Dieses kann beispielsweise aus zwei 
verschiedenen Klebern bestehen: einem leitfahigen 
Kleber, der an den Kontaktfiachen 20 angebracht ist 
und die leitfahigen Flachen 18 der Abdeckplatte 16 
mit den Kontaktfiachen 20 des Chips 10 verbindet, 
sowie einem nichtleitenden Kleber, welcher den Chip 
10 umgibt. Zur Herstellung der elektrischen Verbin- 
dung zwischen den Kontaktfiachen 20 des Chips und 
den leitfahigen Flachen 18 der Abdeckplatte 16 kann 
auch ein anisotrop leitender Film (ACF) verwendet 
werden, also ein Material, das nur in einer Richtung 
einen sehr niedrigen elektrischen Widerstand hat, 
wahrend es in der dazu senkrechten Richtung prak- 
tisch nichtleitend ist. Der anisotrop leitende Film 26 
besteht beispielsweise aus einem Epoxidharz, in wel- 
ches sehr viele elektrisch leitende Partikel einge- 
bracht sind, die so angeordnet sind, dafL sie sich nur 
entlang der Richtung, in der. elektrische Leitfahigkeit 
gewunscht ist, beruhren. Das Epoxidharz dient 
gleichzeitig auch als Fullmaterial und umschliefit den 
Chip 10 vollstandig und schutzt ihn somit vor auderen 
Einflussen, wie z.B. Beriihrungen oder Feuchtigkeit. 
[0019] Die leitfahige Schicht 14 auf der Grundplatte 
12 kann rein mechanisch, beispielsweise durch eine 
Crimpverbindung, mit den leitfahigen Flachen 18 auf 
der Abdeckplatte 16 kontaktiert sein. Ebenfalls kann 
die elektrische Verbindung mit einem elektrisch leitfa- 
higen Kleber oder mit einem anisotrop leitenden Film 
ausgefuhrt sein. 

[0020] In Fig. 2 ist in einer Draufsicht eine Ausfuh- 
rungsform des erfindungsgemafien gekapselten 
Chips gezeigt, bei der die leitfahige Schicht 14 auf 
der Grundplatte 12 eine Antenne bildet, die an einen 
flexiblen Transponderchip 30 angeschlossen ist. Die 
Grundplatte 12 besteht beispielsweise aus einer dun- 
nen flexiblen PET-Folie, auf die die Antenne ,14 aus 
Kupfer Oder Aluminium aufgebracht ist. Auf der Ab- 
deckplatte 16, welche ebenfalls aus einer dunnen fle- 
xiblen PET-Folie besteht, sind leitfahige Flachen 18 
aus Kupfer oder Aluminium aufgebracht. Ein aniso- 
trop leitender Film 26 stellt die Verbindung zwischen 
der leitfahigen Schicht 14 auf der Grundplatte 12 und 
den Kontaktfiachen 20 des Transponderchips 30 her. 
[0021] Der Transponderchip 30 kann zusammen mit 
der Antenne und dem Gehause ein sogenanntes 
Smart-Label bilden, bei dem z.B. im Speicher des 
Transponderchips 30 Informationen gespeichert 
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sind. die Merkmale eines Gegenstands reprasentie- 
ren, an dem das Smart-Label angebracht ist. Mehre- 
re dieser flexiblen Smart-Labels konnen beispiels- 
weise auf einem Papierstreifen aufgebracht warden, 
der zum kompakten Transport und zur einfachen 
Handhabung der Smart-Labels zu einer Rolle aufge- 
wickelt warden kann. Bei solchen aufgewickelten 
Rollen, auf denen Tausende von Smart-Labels auf- 
gewlckelt sein konnen, wird zum Teil ein gewaltiger 
Druck auf die einzelnen iSmart-Labels und damit die 
erripfihdlicheh Transpohderchips 30 ausgeiibt. Die 
Transponderchips 30 konnen diesem Druck gut 
standhalten, da sie durch die leitfahigen Flachen 14, 
die genauso hoch oder hoher als die Transponder- 
chips 30 sind und im Vergleich zum Transponderchip 
eine relativ groBe Flache einnehmen, vom Druck ent- 
lastet werden. 

[0022] Im folgenden wlrd unter Bezugnahme auf die 
Fig. 3a bis 3g ein erHndungsgemaRes Verfahren zur 
Herstellung eines gekapselten Chips 10 eriautert. In 
einem ersten Schritt, welcher in Fig. 3a dargestellt 
ist, wird eine Grundplatte 12 bereltgestellt. Die 
Grundplatte 12 kann aus einem starren Basissubst- 
rat, wie z.B. ein Epoxidharz mit Glasfasergewebe, 
bestehen oder als flexible Folia, beispielsweise aus 
PET Oder Polyimid, ausgefuhrt sein. 
[0023] Wie in Fig. 3b zu erkennen, wird dann auf die 
Grundplatte 12 eine leitfahige Schicht 14 aufge- 
bracht. Die leitfahige Schicht 14 kann beispielsweise 
aus Kupfer Oder Aluminium bestehen und ist mindes- 
tens genauso hoch wie ein Chip 1 0, der spater aufge- 
bracht wird (siehe Fig. 3c). Die leitfahige Schicht 14 
wird auf der Grundplatte 12 um eine fur den Chip 10 
vorgesehene Flache angebracht. 
[0024] Der Chip 10 wird, wie in Fig. 3c dargestellt 
auf die Grundplatte 12, z.B. durch Kleben, auf der 
vorgesehenen Flache aufgebracht 
[0025] In einem vierten Schritt. wie in der Fig. 3d 
dargestellt, wird eine Abdeckplatte 16 bereltgestellt, 
die aus dem gleichen Material wie die Grundplatte 12 
gefertigt sein kann. Auf dieser Abdeckplatte 16 sind 
zwei leitfahige Flachen 18. beispielsweise aus Alumi- 
nium Oder Kupfer aufgebracht, die durch einen isolie- 
repden Abschhitt voneinander getrennt sind. 
[0026] Die Abdeckplatte 16 wird, wie in Fig. 3e zu 
erkennen Ist, in einem nachsten Schritt mit einem an- 
isotrop leitenden Film 26 versehen. der auf den leitfa- 
higen Flachen 18 auftragen wird. 
[0027] Danach wird, wie in Fig. 3f zu erkennen ist, 
die Seite der leitfahigen Flachen 18 der Abdeckplatte 
16 so ijber der Grundplatte 12 angebracht, daR eine 
erste leitfahige Flache 18 sowohl mit einem ersten 
Teil der leitfahigen Schicht 14 und einer ersten Kon- 
taktfiache 20 verbunden werden kann, was in Fig. 3f 
links zu erkennen ist, und eine zweite leitfahige Fla- 
che 18, die von der ersten leitfahigen Flache 18 iso- 
liert ist, sowohi mit einem zweiten Teil der leitfahigen 
Schicht 14 und einer zweiten Kontaktflache 20 ver- 
bunden werden kann. 

[0028] Im letzten Schritt. der in Fig. 3g gezeigt ist 



wird die Abdeckplatte 16 mit einem Druckstempel 32 
unter Warmeeinwirkung auf die Grundplatte 10 ge- 
preRt. Der anisotrop leitende Film 26 stellt dabei eine 
elektrische Verbindung zwischen den Kontaktflachen 
20 des Chips 10 und den leitfahigen Flachen 18 auf 
der Abdeckplatte 16 sowie zwischen der leitfahigen 
Schicht 14 auf der Grundplatte 12 und den leitfahigen 
Flachen 18 auf der Abdeckplatte 16 her. Durch die 
Warmeund Druckeinwirkung verteilt sich der aniso- 
trop leitende Film 26 um den Chip 10 und yersiegelt 
diesen hermetisch. 

[0029] in den Fig. 4a bis 4g ist ein zweites erfin- 
dungsgemaRes Verfahren zur Herstellung eines ge- 
kapselten Chips dargestellt. In einem ersten Schritt, 
welcher in Fig. 4a dargestellt ist, wird eine Grundplat- 
te 12 bereitgestellt. Die Grundplatte 12 kann aus ei- 
nem starren Basissubstrat, wie z.B. ein Epoxidharz 
mit Glasfasergewebe, bestehen oder als flexible Fo- 
lie, beispielsweise aus PET oder Polyimid, ausge- 
fuhrt sein. 

[0030] In einem zweiten Schritt (Fig. 4b) wird auf die 
Grundplatte 12 eine leitfahige Schicht 14 aufge- 
bracht. Die leitfahige Schicht 14 kann beispielsweise 
aus Kupfer oder Aluminium bestehen und wird auf 
der Grundplatte 12 um eine fur einen Chip 10 vorge- 
sehene Flache angebracht (siehe Fig. 4f). Die leitfa- 
hige Schicht 14 ist mindestens genauso hoch wie der 
Chip 10. 

[0031] Im nachsten Schritt (Fig. 4c) wird eine Ab- 
deckplatte 16 bereitgestellt, die aus dem gleichen 
Material wie die Grundplatte 12 gefertigt sein kann. 
Auf dieser Abdeckplatte 16 sind flachenhaft leitfahige 
Schichten beispielsweise aus Aluminium oder Kupfer 
aufgebracht. In der Fig. 4c sind zwei leitfahige Fla- 
chen 18 dargestellt, die voneinander isoliert sind. 
[0032] Die Abdeckplatte 1 6 wird dann, wie in Fig. 4d 
dargestellt, mit einem anisotrop leitenden Film 26 
versehen, der auf der Seite der Abdeckplatte 16 mit 
den leitfahigen Flachen 18 auftragen wird. 
[0033] Danach wird, wie in Fig. 4e dargestellt, der 
Chip 10 so auf die Abdeckplatte 16 aufgebracht, dafl 
seine Kontaktflachen 20 zu den leitfahigen Flachen 
18 hin gerichtet sind und eine elektrische Verbindung 
zwischen einigen der Kontaktflachen 20 des Chips 10 
und bestimmten der leitfahigen Flachen 18 in ge- 
wunschter Weise hergestellt werden kann! 
[0034] Danach wird, wie in Fig. 4f gezeigt, die Seite 
der Abdeckplatte 16 mit den leitfahigen Flachen 18 
so uber der Gmndplatte 12 angebracht, daB Telle der 
leitfahigen Flachen 18 eine elektrische Verbindung 
zu Teilen der Schicht 14 herstellen konnen. Der Chip 
10 wird dabei so angeordnet, dafl er von der leitfahi- 
gen Schicht 14 auf der Grundplatte 12 umgeben wird. 
[0035] Im letzten Schritt gemad der Fig. 4g wird, 
wie im oben beschriebenen ersten Verfahren, die Ab- 
deckplatte 16 unter Warmeeinwirkung mit einem 
Druckstempel 32 auf die Grundplatte 12 gepreflt. 
[0036] Verfahren zur Herstellung eines gekapselten 
Chips 10 wurden anhand von zwei kohkreten Bej- 
spielen beschrieben, die in vielfaltiger Weise modifi- 
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ziert werden konnen. Beispiefsweise kann deraniso- 
trop leitende Film 26 nurauf eine kleinere Flache auf- 
gebracht werden. wobei die leitfahige Schicht 14 und 
Teile der leitfahigen Flachen 18 nicht bedeckt wer- 
den. Es konnen dann vor dem Anpressen der Ab- 
deckplatte 16 auf die Grundpiatte 12 die leitfahige 
Schicht 14 auf der Grundpiatte 12 und die leitfahigen 
Flachen 18 auf der Abdeckplatte 16 durch eine 
Crimpverbindung verbunden werden. Die Crimpver- 
bindung kann beispielsweise durch mechanische 
' Verfonnung-oder mit Hilfe von Ultraschall hergestellt 
werden. Die Verbindung kann naturlich auch durch 
den anisotrop leitenden Film erfolgen. 

Patentanspruche 

1. Gekapselter Chip mit einer Grundpiatte (12), 
auf der der Chip (10) so angebracht 1st. daO> seine 
Kontaktfiachen (20) von der Grundpiatte (12) weg ge- 
richtet sind, einer auf der Grundpiatte (12) ange- 
brachten und um den Chip (10) herum angeordneten 
Schicht (14) aus leitfahigem Material, die dazii dient, 
den Chip (10) anzuschlieflen, mindestens genauso 
hoch wie der Chip (10) ist und als Trager einer auf der 
Schicht (14) angeordneten Abdeckplatte (16) fun- 
giert, deren eine Seite, die dem Chip (10) gegenuber- 
liegt, eine oder mehrere leitfahige Flachen (18) alif- 
weist, die so angeordnet sind, daB sie eine elektri- 
sche Verbindung zwischen dem Chip (10) und der 
Schicht (14) bilden. 

2. Gekapselter Chip nach Anspruch 1 , wobei der 
Chip (10) mit einem Fullmaterial umgeben ist, das 
den Hohlraum zwischen der Grundpiatte (12) und der 
Abdeckplatte (16) ausfullt. 

3. Gekapselter Chip nach einem der vorherigen 
Anspruche, bei dem dariiber hinaus ein elektrisch lei- 
tender Kleber vorgesehen ist, der die elektrische und 
mechanische Verbindung zwischen den Kontaktfia- 
chen (20) des Chips (10) und der leitfahigen Flache 
(18) bzw. den leitfahigen Flachen (18) der Abdeck- 
platte (16) herstellt 

4. Gekapselter Chip nach einem der Anspruche 1 
und 2, bei dem daruber hinaus ein anisotrop leitender 
Film (26) (ACF) vorgesehen ist, der eine elektrische 
und mechanische Verbindung zwischen den Kontakt- 
fiachen (20) des Chips (10) und der leitfahigen Fla- 
che (18) bzw. den leitfahigen Flachen (18) der Ab- 
deckplatte (16) und zwischen der leitfahigen Flache 
(18)- bzw. den leitfahigen Flachen (18) der Abdeck- 
platte (16) und der auf der Grundpiatte (12) angeord- 
neten leitfahigen Schicht (14) herstellt. 

5. Gekapselter Chip nach Anspruch 4, bei dem 
das Fullmaterial aus dem anisotrop leitenden Film 
(26) besteht. 

6. Gekapselter Chip nach einem der vorherigen 



Anspruche, bei dem die Grundpiatte (12) und die Ab- 
deckplatte (16) jeweils aus einem flexiblen Material 
bestehen. 

7. Gekapselter Chip nach einem der vorherigen 
Anspruche, bei dem die Hohe des Chips (10) so ge- 
ring ist, dad er ftexibel ist. 

8. Gekapselter Chip nach Anspruch 7, bei dem 
der Chip (10) im wesentlichen aus Silizium besteht 
und weniger als 50 pm hoch ist. 

9. Gekapselter Chip nach einem der vorherigen 
Anspruche, bei dem der Chip (1 0) einen Transponder 
umfaflt. 

10. Gekapselter Chip nach Anspruch 9, bei dem 
die leitfahige Schicht (14) eine Antenne umfaBt. 

11. Smart-Label mit einem gekapselten Chip 
nach Anspruch 10. 

12. Rolle aus einer aufgerollten Bahn eines Tra- 
germaterials, auf der mehrere Smart-Labels nach 
Anspruch 11 angebracht sind. 

13. Rolle nach Anspruch 12, bei der das Trager- 
material aus Papier besteht. 

14. Verfahren zur Herstellung eines gekapselten 
Chips, bei dem 

(a) der Chip (1 0) auf einer Grundpiatte (1 2) so befes- 
tigt wird, dali seine Kontaktfiachen (20) von der 
Grundpiatte (12) weg gerichtet sind und eine leitfahi- 
ge Schicht (14), die zum Anschliefien des Chips (10) 
dient und mindestens genauso hoch wie der Chip 
(10) ist, auf der Grundpiatte (12) um den Chip (10) 
herum angebracht wird, 

(b) eine Abdeckplatte (16) bereitgestellt wird, auf de- 
ren einer Seite eine oder mehrere leitfahige Flachen 
(18) so angeordnet werden, dafi sie eine Verbindung 
zwischen dem Chip (10) und der Schicht (14) bilden 
konnen, 

(c) auf der einen Seite der Abdeckplatte (16) ein ani- 
sotrop leitender Film (26) aufgebracht wird. 

(d) die Abdeckplatte (16) uber der Grundpiatte (12) 
so ausgerichtet wird, dad die Seite mit der leitfahigen 
Flache (18) bzw. den leitfahigen Flachen (18) uber 
dem Chip (10) angeordnet wird und eine Verbindung 
zwischen dem Chip (10) und der Schicht (14)gebildet 
werden kann, 

(e) die Abdeckplatte tl6) unter Warrfieeinwirkung so 
auf die Schicht (14) gepreRt wird, dafi der anisotrop 
leitende Film (26) eine mechanische und elektrische 
Verbindung zwischen den Kontaktfiachen (20) des 
Chips (10) und der leitfahigen Flache (18) bzw. den 
leitfahigen Flachen (18) der Abdeckplatte (16) her- 
stellt und gleichzeltig eine elektrische und mechani- 
sche Verbindung zwischen der leitfahigen Flache 
(18) bzw. den leitfahigen Flachen (18) der Abdeck- 
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platte (16) und der Schicht (-14) hergestellt wlrd. 

15. Verfahren zur Herstellung eines gekapselten 
Chips, bei dem 

(a) auf einer Grundplatte (12) eine zum Anschliefien 
eines Chips (10) dienende leltfahlge Schicht (14), die 
mindestens genauso hoch wie der Chip (10) ist, um 
eine fur den Chip (10) vorgesehene Flache ange- 
bracht wird, 

(b) auf einer Seite einer Abdeckplatte (16) eine oder 
mehrere leitfahige Flacheh (18) so angeordnet wer- 
den, dafl sie eine Verbindung zwischen denri Chip 
(10) und der Schicht (14) bilden konnen, 

(c) auf der einen Seite der Abdeckplatte (1 6) uber der 
leitfahigen Flache (18) oder den leitfahigen Flachen 
(18) ein anisotrop leitender Film (26) aufgebracht 
wird, 

(d) der Chip (10) auf dem anisotrop leitenden Film 
(26) so angebracht wird, daft seine Kontaktflachen 
(20) zu der Abdeckplatte (16) hin gerlchtet sind, 

(e) die Abdeckplatte (16) so auf die Grundplatte (12) 
gelegt wird, daft der Chip (10) auf der dafur vorgese- 
henen Flache zum Llegen kommt und eine Verbin- 
dung zwischen dem Chip (10) und der Schicht (14) 
gebildet werden kann, und 

(f) die Abdeckplatte (16) unter Warmeeinwirkung so 
auf die Schicht (14) gepreftt wird, daft der anisotrop 
leitende Film (26) eine mechanische und elektrische 
Verbindung zwischen den Kontaktflachen (20) des 
Chips (10) und der leitfahigen Flache (18) bzw. den 
leitfahigen Flachen (18) der Abdeckplatte (16) bildet 
und gleichzeitig eine elektrische und mechanische 
Verbindung zwischen der leitfahigen Flache (18) bzw. 
den leitfahigen Flachen (18) der Abdeckplatte (16) 
und der Schicht (14) hergestellt wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 14 oder 
15, bei dem die gleichzeitige Verbindung zwischen 
der leitfahigen Flache (18) bzw. den leitfahigen Fla- 
chen (18) der Abdeckplatte (16) und der Schicht (14) 
durch eine Crimpverbindung hergestellt wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 14 oder 
15, bei dem die gleichzeitige Verbindung zwischen 
der leitfahigen Flache (18) bzw. den leitfahigen Fla- 
chen (18) der Abdeckplatte (16) und der Schicht (14) 
durch den anisotrop leitenden Film gebildet wird. 

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen 
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Fig. 3c 
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Fig. 3g 
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Fig. 4a 
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Fig. 4e 




Fig. 4f 




Fig. 4g 
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